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반도체 디바이스가 대용량화 및 고집적화가 됨에 따라 반도체 디바이스의 면적은 축소되고 있

으며, 금속 배선 재료로 구리가 도입되고 있다. Damascene 구조를 채택하는 구리배선공정은 저

유전박막의 특성 저하 및 식각잔류물을 표면에 남기게 된다. 표면에 남게 되는 식각잔류물은 주

로 Cu, CuxO, CuFx, CFx 등으로 나타날 수 있다. 이러한 식각잔류물을 제거하기 위한 세정액 개

발이 필요하게 되었으며, 세정액은 주로 용매, 유기아민, 카르복시산 및 킬레이트제 성분이 주를 

이루고 있다. 본 연구에서는 세정액 성분 중 아민과 카르복시산이 식각잔류물의 제거 및 용해 

특성에 대한 연구를 수행하였다. 산성영역과 염기성영역에서의 Cu와 CuO에 대한 용해 특성 평

가를 위해 pH를 2~12 영역과 25℃~50℃의 온도범위에서 연구를 수행하였다. 아민과 카르복시

산이 구리 표면과의 반응에 의한 부식 특성을 AFM을 통해 분석하였다.  




